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(특 집)

반도체 글로벌 지형 변화 전망과
정책 시사점: 

반도체 전쟁, 5년의 승부

요
 

약
 

21세기 초 말엽인 2025년의 오늘, 반도체산업은 다시금 국제 분업 구조 재편이 빠른 호흡으로 진행되고 있다. 

지각 변동의 요인은 크게 두 가지다. 첫째, 스마트폰·태블릿PC·워치·스마트카 등 ICT 디바이스의 대규모 누적 보급과 

최근 인공지능 패권 경쟁 격화로 인한 데이터센터로의 수요 중심 이동, 둘째, 미국의 지배력 강화 시도와 중국의 

급격한 추격으로 인한 기존 과점 안정화 구도의 붕괴 가능성이다. 금번 국제 분업 구조 재편의 승리자 대열에 선다면, 

금세기 중반 혹은 그 이후까지 우리 반도체산업의 번영은 물론 인공지능의 기반 공급 국가로서 한국의 국가·경제안보 

레버리지 역시 한층 강화할 수 있다. 대외 여건의 압력과 기회를 우리 내부 역량의 진화와 혁신적 돌파의 동력으로 

활용하기 위하여 향후 5년 전폭적 지원이 필요하다.
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향후 5년 내 인공일반지능(AGI)의 등장 및 초

인공지능(ASI) 출현 가능성으로 요약되는 ‘샌프

란시스코 컨센서스(San Francisco Consensus)’

는 OpenAI의 샘 올트먼(Sam Altman), 딥마인

드 CEO이자 노벨화학상 수상자인 데미스 허사

비스(Demis Hassabis), 구글 전 공동창업주이

자 미중 패권경쟁 승리를 위한 국가전략 보고서

(NSCAI Final Report) 총괄 에릭 슈미트(Eric 

Schmidt) 등 유력 인사들을 통해 빠르게 전파되

고 있다. AI 패권 선점을 위한 미중 사이의 투자·

기술 경주(Race)와 新냉전은 지난 1월 딥시크

(DeepSeek)에 대한 넷스케이프 및 a16z(VC) 

창업주 마크 앤드리슨(Marc Andreessen)의 ‘AI 

스푸트니크 충격(AI Sputnik Moment)’이라는 

평가1)와 함께 급격히 가속화되고 있다.

1) ‌�Fortune(2025), “Marc Andreessen Warns Chinese ChatGPT rival 

DeepSeek is ‘AI’s Sputnik Moment”, Jan. 27.

반도체산업은 1960년대 이후 공급 측면에서 

소자기술 발전, 수요 관점에서 인류의 생활양식

을 근본적으로 변화시키는 제품·서비스의 출현, 

그리고 국제정치 역학구도 등에 따라 크게 세 번

의 국제 분업 구조 재편과 집중화(Consolida-

tion) 과정을 거쳐 오늘에 이르렀다. 최근 상기 요

소들의 복합 작용을 관찰할 때, 현시점은 다시금 

세계 반도체산업의 근본적 지형이 변모하는 전환

기에 진입한 것으로 보인다. 과거 개인용 컴퓨터

(PC) 및 모바일 혁명(스마트폰) 시기 메모리반도

체 공급 역량을 바탕으로 도약한 우리 반도체산업 

발전사를 고려할 때, 금번 분업 구조 재편 요인의 

적시 활용 여부가 미래 생존과 경제안보 레버리지 

확보의 중요한 분수령이 될 가능성이 높다.

본고는 현재 우리가 직면하고 있는 전환기2)  

2) ‌�반도체산업 지형 변화, 혹은 재편·전환은 새로운 공정·재료 도입에 따른 기

술 진보, 교역·통상 체제 변화, 공급망 등 경제구조 재편, 지정학적 요인 등 

1. 서론

<표 1> 연대별 반도체 제조업 주도 국가 및 글로벌 분업 구조의 변화 동인

연도 1950~1980 1980~1990 1990~2007 2007~2017 2017~

반도체 제조 선도국 미국 일본 한국·대만 대만 + ?

변화 동인(Drivers)

국제정치

● ● ● ●

제2차 세계대전
태평양/한국전쟁

미소냉전
일본 견제

미중밀월 미중패권경쟁

소자기술

● ● ● ●

Transistor IC
Analog·LSI

VLSI 양산
(공정 수율)

Transistor Structure
미세화(nm)·패키징

초미세( )

수요산업

● ● ● ●    ●

군수/가전 1
st
 Digital 

Wave(PC)
2

nd
 Digital 

Wave
Mobile 

Revolution
A. I.

Data Center

자료: ‌�경희권·이준(2022), “반도체 지정학 변화와 한국의 진로”, 「월간KIET 산업경제」, 7월호 재구성.
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(1) 모바일에서 AI·데이터센터로

애플의 아이폰(iPhone) 출시 이후 시작된 ‘모

바일 혁명’ 혹은 반도체산업의 제3차 전환기(The 

Third Turning)는 2012년 이후 세계 스마트폰 시

장의 폭발적 성장(연평균 13억 대, 기존 PC(데스

크탑·랩탑) 1억~1.5억 대 수준)으로 촉발되었다. 

TSMC는 비메모리인 애플리케이션 프로세서, 삼

성전자는 독자적인 연 3억 대 이상의 갤럭시 판매

고와 모바일 DRAM·NAND 판매로 기존과 차원

이 다른 글로벌 기업으로 도약할 수 있었다. 더욱

이 모바일 분야는 저전력을 요구해 매 세대 미세

공정화를 추구하였으므로, 선단공정 기술력을 각

자 시스템(TSMC) 및 메모리(삼성)에서 선도하는 

구도가 형성되었다. 

그러나 2010년대 중후반을 지나며 스마트폰 연

간 신규 출하량 성장세는 연 3% 내외의 정체 구

간으로 진입한 가운데, 산술적으로 보아도 무선통

신 기기(스마트폰·태블릿PC)의 누적 보급 대수(개

인·상업용 회선 포함)가 200억 대를 돌파하는 과

정에서 고도 성장한 검색엔진, 쇼핑몰, 동영상플

랫폼 등 서비스를 제공하는 빅테크(BIGTECH) 기

업들이 서버 내 처리해야 하는 수십억 명 활성 사

용자의 트래픽 연산 소요 역시 천문학적으로 증가

하게 되었다. 

최근 여기에 더하여 병렬연산 용량이 기하급수

적으로 증가한 인공지능 서비스가 국가 간은 물론 

기업 간 패권경쟁으로 급격히 확산되며 엔비디아

의 범용 GPU 및 각 빅테크 기업의 자체 설계 가

속기·프로세서 투입이 대폭 증가하고, 반도체의 

수요 견인차는 모바일 분야에서 데이터센터향(向) 

제품으로 빠르게 그 중심이 이동하고 있다. 최근 

SK하이닉스가 2025년 1분기, GPU향(向) 고대역

폭메모리(HBM)를 바탕으로 삼성전자를 넘어선 

것3) 역시 상술한 시장 전체의 수요 무게 중심 이동 

영향이 크게 작용했다고 평가할 수 있다.

(2) ‌�공급 병목: TSMC 5nm 이하 공정 초과 

수요 가능성 점증

GPU 및 가속기 시장의 폭발적 성장이 주목받

고 있는 가운데, 주요 기관들은 2029~2030년

까지 데이터센터향(向) 반도체 시장 규모가 최소 

700조 원 이상, 최대 3,000조 원을 초과할 수도 

3) ‌�한국경제(2025), “33년만에 삼성 제치고 ‘D램 1위’ 오른 SK하이닉스, 

공장 또 짓는다”, 6월 24일.

2. 지형 변화의 촉진 요인: 수요 중심 이동

국면하의 위기와 기회가 혼재된 상황을 차분히 

수많은 요소가 작용한다. 본고의 논의는 주로 메모리·파운드리 양산 분야

의 단기적 변화 요인을 주로 수요 및 대외 여건 변화 관점에서 접근하였다.

정리하고, 향후 우리 반도체산업의 생존과 번영

을 위한 전략 방향과 정책 대안을 제공하고자 

한다.
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<표 2> 반도체 수요 중심 이동 추이: 모바일에서 AI·데이터센터로

전체 반도체 시장 대비 데이터센터 투입 비중 전망(2019~2028년)

데이터센터 투입 주요 소자 매출 및 연평균성장률 전망(2022~2028년)

단위: 백만 달러, %

소자 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 CAGR(5년)

DRAM 18,795 12,061 26,731 39,340 43,114 34,573 36,397 24.7

NAND 12,380 4,646 9,928 11,505 15,474 17,436 15,425 27.1

CPU 20,026 17,795 18,548 19,550 20,532 21,179 22,279 4.6

GPU 6,211 14,967 34,734 46,875 52,342 55,991 61,876 32.8

AI 프로세서 486 1,157 4,732 7,108 10,634 16,158 20,458 86.5

전체 73,589 64,827 111,975 144,268 163,276 167,362 179,361 22.6

자료: ‌�(Gartner) Forecast: Semiconductors and Electronics, Worldwide 2017-2025(연차별), Forecast: Semiconductor Device Revenue in Data 

Centers, Worldwide, 2022-2028, 4Q24 Update, Jan. 8.

단위: 백만 달러, %

반도체 수요 부문별 매출 비중 전망(2016~2029년)

단위: %

      차량용        유선통신       무선통신        소비가전        데이터 처리(연산)       데이터 처리(저장)       산업/우주항공

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

11.4

6.3

28.6

10.1

28.0

5.8

9.9

11.0

6.7

29.5

9.9

28.6

5.0

9.3

10.9

6.4

31.9

10.0

27.5

4.5

8.9

11.7

6.1

28.8

10.2

28.6

4.8

9.7

10.8

6.8

30.6

10.6

28.1

4.7

8.4

11.0

6.9

29.8

11.3

27.6

4.3

9.1

12.3

6.3

26.8

11.1

27.0

5.1

11.4

13.1

4.8

28.1

10.3

23.7

5.5

14.6

9.1

6.1

35.7

8.5

23.5

4.8

12.3

8.6

5.5

38.2

8.0

22.9

4.7

12.2

9.3

5.3

38.7

7.9

22.0

4.6

12.1

9.6

5.6

39.4

8.0

20.3

4.8

12.3

10.4

4.9

40.2

8.0

18.9

4.9

12.6

11.0

5.1

39.7

8.0

18.8

4.9

12.5

      반도체 전체          데이터센터 투입             데이터센터 투입 비중

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

422,337

48,394

11.5

470,899

57,302

12.2

598,365

72,992

12.2

600,381

73,589

12.3
542,054

64,827

12.0

655,882

111,975

17.1

733,006

144,268

19.7

814,758

163,276

20.0

851,688

167,362

19.7

862,232

179,361

20.8
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있다는 전망을 발표하고 있다. 현재 엔비디아로 

대표되는 인공지능 열풍과 낙관적 전망이 언제까

지 지속될지 여부는 불투명하나, 가능성이 높은 

시나리오는 대규모 디바이스 보급량과 AI 서비스

의 대중적 확산으로 분명 데이터센터향(向) 반도

체가 향후 5년 내외의 시계에서 전체 반도체 시장 

성장의 주요한 축이 될 것이라는 점이다. 

이와 관련하여 시장 재편을 초래하는 제품의 등

장이 흔히 그러하듯, 선도 기업의 공급 능력이 부

족한 상당 기간의 초과 수요(Excess Demand) 발

생 가능성이 점증하고 있다. TSMC는 최근 모바

일 AP 및 GPU 주력 공정인 5nm(4nm 개선 공정 

포함)·3nm 웨이퍼 단가를 인상하였고, CEO 역시 

AI 반도체 공급이 부족할 정도로 수요 증가세가 강

력하다는 언급을 한 바4) 있다. 또한 업계 일각에서

는 TSMC의 3nm 이하 최선단 공정 생산 능력 한

계로 인해 고객사를 타 경쟁기업에 보내야 하는 상

황일 수도 있다는 비공식적·추측성 보도5)가 제기

되기도 하였다. TSMC의 5nm 이하 선단공정 공급 

역량에 대한 정확한 공식적 혹은 분석(Analytical) 

4) ‌�TrendForce(2025), “TSMC Reportedly Reaffirms 2025 Sales Growth 

of 24-26%, Warns Tariffs May Push up Prices”, Jun. 3.

5) ‌�Techovedas(2025), “Armor Moment for the AI Chip King: TSMC 

Sending Customers to Samsung?”, Jun. 20.

<표 3> 데이터센터 자본투자 전망 및 투입 반도체 수요 가능 범위

ⓐ 맥킨지(McKinsey)

2025~2030년 누적투자액 합계 전망치
(최고) 7.9조 달러=인프라 2.6조 달러+IT 장비(반도체 포함) 4.7조 달러+전력 0.6조 달러+기타
  ▶ IT 장비 투자액 중 반도체 비중 20~60% 가정 시: 9,400억~2조 8,200억 달러
(중간) 5.2조 달러=인프라 1.6조 달러+IT 장비(반도체 포함) 3.3조 달러+전력 0.3조 달러+기타
  ▶ IT 장비 투자액 중 반도체 비중 20~60% 가정 시: 6.600억~1조 9,800억 달러
(최소) 3.7조 달러=인프라 1.0조 달러+IT 장비(반도체 포함) 2.6조 달러+전력 0.2조 달러+기타
  ▶ IT 장비 투자액 중 반도체 비중 20~60% 가정 시: 5,200억~1조 5,600억 달러

2025~2030 데이터센터 투입 반도체 금액 기준 전망
(최소) 718조~3,892조 원(현재 반도체 시장 규모 연 1,000조 원 수준)

ⓑ 델오로(Dell’Oro)

2024~2029 연간 CaPex 증가율 전망치 21% ▶ 2029년 연 Capex 1조 달러 돌파
2024~2029 CaPex 합계액(추정)=3.93조 달러
(맥킨지 최소 시나리오 준용 시: 총투자액 대비 각 항목 비율 적용)
3.93조 달러=인프라 1.06조 달러+IT 장비(반도체 포함) 2.76조 달러+전력 0.21조 달러+기타
  ▶ IT 장비 투자액 중 반도체 비중 20~60% 가정 시: 5,520억~1조 6,560억 달러

2024~2029 데이터센터 투입 반도체 금액 기준 전망
(최소) 762조~2,285조 원(현재 반도체 시장 규모 연 1,000조 원 수준)

ⓒ 가트너(Gartner)

2024~2029 데이터센터 투입 반도체 소자 총액 전망: 9,861억 달러(1,361조 원)

DRAM(HBM 포함): 2,255억 달러(22.9%), NAND: 894억 달러(9.1%), GPU: 3,340억 달러(33.9%), 
CPU: 1,254억 달러(7.9%), AI 프로세서: 972억 달러(9.6%)

자료: ‌�McKinsey(2025), “The Cost of Compute: A $7 Trillion Race to Scale Data Centers”, Apr. 28; Dell’Oro(2025), 

“Data Center Capex to Surpass $1 Trillion by 2029”, Feb. 5.

   주: * ⓒ 가트너(Gartner) 자료는 <표 1> 참조.
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자료는 부재하나, 매출 상승세와 단가 인상, 기타 수

요산업 데이터로 추정컨대 향후 인공지능 반도체  

성장세가 예상대로 실현될 경우, 초과 수요 상태가 

일정 기간 지속될 것으로 예상된다.

3. 지형 변화의 촉진 요인: 미중의 추격

<표 4> TSMC 5nm 공정(개선 4nm 포함) 공급량 및 수요 구성 추정

(공급 역량) TSMC 5nm 웨이퍼 투입량 추정

TSMC 2024년 매출액: 약 900억 달러(약 124조 원)
▶ 5nm 매출액 34%: 약 306억 달러(약 42조 원)
▶ 5nm 웨이퍼 단가(장당) 추정치별 연간 5nm 웨이퍼 투입량 추정치
   · 16,000~1,913,000장, 18,000~1,700,000장, 20,000~1,530,000장(1,000단위 반올림)

5nm(개선 4nm 포함) 수요 기반 웨이퍼 투입량 추정(1,000단위 반올림)

① 모바일(스마트폰·태블릿 AP 등) 909,500~984,500장

② 서버·PC(데스크탑·랩탑 CPU 등) 221,000~257,000장

③ 웨어러블(워치용 AP 등) 39,000~43,000장

④ 그래픽 처리 장치(서버용) 59,000~89,000장

⑤ 그래픽 처리 장치(서버 외, 개인용 등) 132,000~464,545장

** 미포함 BICTECH Custom ASICs 외

총계 1,360,500~1,838,045장

자료: ‌�(TSMC 2024 매출 및 공정별 실적) TSMC Investor Relations·(5nm 웨이퍼 단가 추정치) (Tom’s Hardware) TSMC’s 

Estimated Wafer Prices Revealed: 300㎜ Wafer at 5nm is Nearly $17,000, Sep 18. 2020-최근 5/4nm 공정 가격 

상승 보도 등 참조·(5/4nm 프로세서 탑재 스마트폰·태블릿·PC·랩탑·서버·워치·이어버즈 등 출하량) IDC·Gartner·Can

alysis·Counterpoint·Omida 등 참조.

   주: 1) ‌�추정치는 여러 ICT 데이터베이스 및 전문 매체 보도 수치 자료를 재구성하여 계산한 것으로, 실제 출하량 및 현장의 웨이퍼 

투입량과 현저한 차이가 있을 수 있는 자료 검색상 한계가 있음.

        2) ‌�수요가 많은 스마트폰 AP 및 PC·서버 CPU 제품군 수요 추정은 가급적 보수적 수치 적용.

        3) ‌�주요 제품별 5/4nm 프로세서 Die Size 및 300㎜(12 inch) 웨이퍼 생산 수율 제품별 80~90% 가정. 

        4) ‌�GPU 제품군의 수요 기반 웨이퍼 투입량 추정치 최솟값은 Die Size 기준 최대(814㎟ 가량) 제품 전량(全量) 생산 가정, 

최댓값은 Die Size 기준 최소(159㎟ 가량) 제품 전량 생산 가정.

(1) ‌�중국의 추격: 레거시 메모리·파운드리 

글로벌 시장 잠식

1983년 기흥 밸리의 발흥 이후 메모리 중심의 

한국 반도체산업은 국가 수출의 대들보(총수출 약 

20%)이자 현금창출원(Cash-Cow)이었다. 중국은 

거대 내수 수요와 정부의 직간접 지원으로 인한 단

가 구조의 유리함을 내세워 하나씩 한국 주력산업

의 경쟁우위를 장악하였으며, 이윽고 메모리 영역

에서 주요 국적 기업, DRAM에서는 창신메모리

(CXMT)와 NAND에서 양쯔메모리(YMTC)를 육

성하였다. 우선 DRAM의 경우 CXMT의 웨이퍼 
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<표 5> DRAM & NAND 주요 국적 기업 영업 실적·출하 용량 추이

NAND 주요 국적 기업 영업 실적(2020~2024년)
단위: 백만 달러, %

기업 구분 2020 2021 2022 2023 2024

삼성전자
매출액 18,643 23,225 20,266 12,337 20,863

점유율 YoY 34.9 18.7 35.2 24.6 35.0 -12.7 33.3 -39.1 32.9 69.1

SK하이닉스
매출액 6,081 9,645 10,553 6,947 12,469

점유율 YoY 11.4 46.7 14.6 58.6 18.2 9.4 18.7 -34.2 19.7 79.5

키옥시아
매출액 10,295 12,123 9,932 5,767 9,444

점유율 YoY 19.3 33.0 18.4 17.8 17.2 -18.1 15.6 -41.9 14.9 63.8

웨스턴 디지털
매출액 7,645 9,016 7,511 5,767 6,385

점유율 YoY 14.3 24.2 13.7 17.9 13.0 -16.7 14.0 -30.9 10.1 23.0

마이크론
매출액 5,998 6,880 6,612 4,061 7,353

점유율 YoY 11.7 15.7 10.4 14.7 11.4 -3.9 11.0 -38.6 11.9 85.5

양쯔메모리(YMTC)
매출액 157 1,776 2,090 2,180 5,645

점유율 YoY - - 2.7 1,031.2 3.6 17.7 5.9 4.3 8.9 158.9
총계

(기타 합산)
매출액 53,166 66,051 57,884 37,084 63,418
YoY 25.2 24.0 -12.4 -35.9 71.0

DRAM 출하용량 전망(2023년 1분기~2026년 4분기)
단위: 백만GB, 전체 제품 합산

      삼성전자          SK하이닉스          마이크론           창신메모리           난야

2023년 
1분기

2분기 3분기 4분기 2024년 
1분기

2분기 3분기 4분기 2025년 
1분기

2분기 3분기 4분기 2026년 
1분기

2분 3분기 4분기

126
1,398

1,524

2,240

166
1,523

2,018

2,465

204
1,753

2,458

2,798

291
1,780

2,470

3,556

385
1,749

2,067

2,910

493
1,813

2,472

3,068

626
1,850

2,425

3,142

786

1,899

2,558

2,911

896

1,890

2,288

2,695

1,088

2,106

2,580

3,014

1,322

2,256

2,846

3,425

1,378

2,322

3,036

3,613

1,510

2,278

2,890

3,393

1,682

2,404

3,036

3,617

1,837

2,478

3,166

3,805

2,000

2,564

3,244

3,797

DRAM 주요 국적 기업 영업 실적(2020~2024년)
단위: 백만 달러, %

기업 구분 2020 2021 2022 2023 2024

삼성전자
매출액 27,616 38,877 32,367 20,257 36,018

점유율 YoY 41.9 2.6 41.8 40.8 41.2 -16.7 40.4 -37.4 39.3 77.8

SK하이닉스
매출액 19,006 26,735 21,944 15,260 30,767

점유율 YoY 28.8 8.9 28.7 40.7 27.9 -17.9 30.4 -30.5 33.6 101.6

마이크론
매출액 15,475 21,400 19,825 11,781 19,747

점유율 YoY 23.5 6.1 23.0 38.3 25.2 -7.4 23.5 -40.6 21.6 67.6

창신메모리(CXMT)
매출액 - 193 231 629 2,574

점유율 YoY - - 0.2 - 0.3 19.7 1.3 172.3 2.8 309.2

난야
매출액 2,067 3,051 1,937 947 1,035

점유율 YoY 3.1 24.0 3.3 47.6 2.5 -36.5 1.9 -51.1 1.1 9.3
총계

(기타 합산)
매출액 65,890 93,040 78,554 50,157 91,617
YoY 5.0 41.2 -15.6 -36.2 82.7

자료: ‌�(DRAM) Gartner(2025), DRAM Market Statistics, Supply and Demand, Worldwide, 2023-2029, 1Q25 Update, Apr. 7; (NAND) Gart-

ner(2025), Forecast: NAND Flash Market Statistics, Supply and Demand, Worldwide, 2023-2029, 1Q25 Update, Apr. 15.

NAND 주요 국적 기업 출하 용량 전망(2024년 1분기~2026년 4분기)
단위: 백만GB, 전체 제품 합산

     삼성전자       SK하이닉스      솔리다임       키옥시아       마이크론      YMTC     샌디스크

2024년 1분기 2분기 3분기 4분기 2025년 1분기 2분기 3분기 4분기 2026년 1분기 2분기 3분기 4분기

24,646
18,992
23,167
36,153
19,648
30,542

72,828

22,852
21,744
24,731
41,310
19,136
30,284

69,352

26,318
23,824
29,084

45,506
17,824
23,593

64,324

28,602
25,808
30,252
44,133
15,315
23,273

62,228

26,699
27,520
27,433
36,377
13,696
19,868
55,504

26,871
29,496
27,507
40,209
17,408
24,945

65,660

29,832
34,416
30,475

49,074

22,592
33,631

74,128

32,224
38,152
33,016

58,849

27,008
39,196

78,120

30,496
37,960
33,208

53,560

22,272
34,848

79,762

33,632

39,144

35,640

56,545

23,040
35,712

82,608

36,064

41,608

36,970

58,652

23,680
36,956

85,600

35,296

43,696

38,752

59,882

24,320
38,748

89,416
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투입량은 상당히 빠른 폭으로 증가할 것으로 예상

되나 미국의 수출통제로 인해 현재 최선단 공정 

제품이자 고부가 제품인 10nm 초반 이하 DRAM 

점유율은 사실상 미미해 매출액 기준 점유율은 

2024년 기준 2.8%에 머무르고 있다.

다만 상품(Commodity) 성격이 강한 DRAM 특

성으로 차선단 공정 제품 및 레거시 제품 재고를 

ICT 수요 활황기에 높은 가격으로 처분해 이익을 

회수해 왔던 DRAM 3강의 사업 방식에 창신메모

리의 물량이 단가 하락을 초래하면서 특히 시장

이 다시 상승사이클에 진입한 2024년에 영업 실

적에 큰 부담을 주었던 것으로 파악된다. 더불어 

<표 6> 주요 기업 파운드리 점유율 및 최근 파운드리 CaPex 동향

파운드리 주요 기업 CaPex 추이(2017~2025년)

단위: 백만 달러, %

기업 구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TSMC

투자액 10,860 10,460 14,900 17,240 30,000 36,290 30,550 29,760 40,100

비중 46.4 49.8 61.5 50.5 58.9 55.9 51.9 47.7 59.0

YoY 6.5 -3.7 42.4 15.7 74.0 21.0 -15.8 -2.6 34.7

SMIC

투자액 2,459 1,756 2,000 5,700 4,500 6,350 7,629 7,330 7,150

비중 10.5 8.4 8.3 16.7 8.8 9.8 13.0 11.7 10.5

YoY -6.4 -28.6 13.9 185.0 -21.1 41.1 20.1 -3.9 -2.5

삼성

투자액 2,600 3,000 2,500 5,900 6,750 7,600 6,400 5,200 2,650

비중 11.1 14.3 10.3 17.3 13.2 11.7 10.9 8.3 3.9

YoY 73.3 15.4 -16.7 136.0 14.4 12.6 -15.8 -18.8 -49.0

UMC

투자액 1,400 650 574 1,000 1,800 2,620 3,000 2,900 1,800

비중 6.0 3.1 2.4 2.9 3.5 4.0 5.1 4.6 2.7

YoY -50.0 -53.6 -11.7 74.2 80.0 45.6 14.5 -3.3 -37.9

GF

투자액 2,000 1,000 500 500 1,800 3,059 1,804 700 830

비중 8.5 4.8 2.1 1.5 3.5 4.7 3.1 1.1 1.2

YoY 42.9 -50.0 -50.0 0.0 260.0 69.9 -41.0 -61.2 18.6

전체
투자액 23,394 21,002 24,238 34,172 50,952 64,937 58,807 62,421 67,924

YoY 13.0 -10.2 15.4 41.0 49.1 27.4 -9.4 6.1 8.8

자료: ‌�(Gartner) Forecast: Semiconductor Foundry Revenue, Supply and Demand, Worldwide, 2016-2025 연차별 데이터.

   주: 2025년 수치는 전망치.

파운드리 주요 기업 점유율 추이(2009~2024년)

단위: %

     TSMC      삼성전자        SMIC      UMC      글로벌파운드리         타워재즈        뱅가드        Shanghai Huahong     Shanghai Huali      파워칩

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.9
1.5
5.5

13.6

5.3
1.4

44.7

0.51.8
1.8

12.4

13.5

5.5
1.4

47.1

1.4
1.7
2.1

12.0

12.1

4.4
1.6

48.8

1.8
1.7
1.71.8

12.1

10.4

4.9
3.7

49.5

2.1
1.4
1.8
1.3

11.3

10.3

5.1
5.7

49.8

2.0
1.4
1.7
1.8

9.4

9.9

4.2
5.1

53.7

2.0
1.3
1.5
2.0

9.6

9.3

4.6
5.3

54.3

1.8
1.3
1.5
2.3

8.6

8.5

5.4
6.9

54.5

1.81.41.41.4
2.3

8.9

8.3

5.2

7.5

54.2

1.81.11.51.5
2.1

8.7

8.0

5.3

7.7

54.4

1.61.11.51.5
2.0

8.6

7.7

5.0

7.0

55.5

1.71.21.21.5
1.6

7.4

7.8

5.0
6.8

58.8

2.31.31.61.6
1.5

6.6

7.6

5.4

8.5

56.6

2.01.31.91.3
1.3
6.2

7.2

5.6

7.9

58.1

1.21.42.01.1
1.2
6.4

6.2

5.5

7.4

60.1

1.01.21.52.0
1.0
4.9
5.3
5.8

7.0

65.5
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중국은 세계의 제조업 기지로서 CXMT가 생산한 

DDR4 이하 제품의 투입 판로 역시 확보하고 있

어 신속한 수입 대체 전략을 구사하고 있는 것으

로 보인다. 그러나 미국 수출통제의 강화(EDA 포

함) 및 향후 CXMT의 상무부 산업보안국(BIS) 엔

터티 리스트(Entity List) 등재 가능성 등이 거론6) 

되고 있어 향후 DDR5 양산 수율 개선과 가격경

쟁력 확보가 어느 수준에서 가능할 것인지는 아직 

불확실한 상황이다.

낸드플래쉬(NAND Flash) 부문 상황을 요약

하자면, 기존 5강 구도가 양쯔메모리(YMTC)의 

약진으로 인해 이미 실질적으로 붕괴한 상황이

다. 2021년 매출액 기준으로 2.7%에 불과했던 

YMTC의 점유율은 2024년 9%에 육박한 것으로 

보고되고 있으며, 2025년 역시 동일 수준의 영업 

실적을 기록7)하고 있다. 이는 4~5위 업체인 미국 

마이크론과 웨스턴디지털 점유율에 필적하는 수

치인데, DRAM보다도 더욱 빠른 추격이 가능했던 

이유는 기존 미국의 수출통제 정책이 주로 첨단 

시스템반도체 생산 역량의 제어 즉, 극자외선노광

장비(EUV) 등 선폭미세화 저지에 중점을 두고 있

어 미세공정화 수준이 제품 개발과 양산에서 차지

하는 상대적 중요성이 낮은 NAND 분야에서 국

가적 자원 투입이 일정 성과를 거둘 수 있었다고  

평가할 수 있다.

파운드리 분야에서는 SMIC의 꾸준한 점유율 

확보 및 트럼프 1기 행정부 이후 눈에 띄게 증가

6) ‌�Reuters(2025), “US Considers More Chinese Companies for ‘En-

tity List’, Source Says”, May. 16.

7) ‌�한국경제(2025), “[단독] ‘레드 메모리’의 무서운 추격…中, 어느새 낸드 

8%·D램 4%”, 6월 16일.

한 연간 자본투자액(약 60억 달러, 10조 원 가량)

이 견조하게 유지되고 있는 가운데, 고부가 제조장

비와 설계 SW를 포함한 미국의 수출통제 여파로 

7nm 이하 공정의 수율 문제는 꾸준히 거론되고 

있다. 요약하자면 중국의 한국 반도체 제조업 추

격은 미국의 대중 견제로 일정 부분 한계를 노정

하고 있으나, 주요 수익 사업에서 강력한 경쟁자

로 부상할 가능성이 과거 대비 매우 높아진 상황

이며 NAND는 이미 위기 국면이다.

(2) 미국의 추격

1) ‌�반도체지원법 외 대규모 세액공제 법안 입법 

가시화

오바마 행정부 시기부터 논의가 시작되어 2022년  

바이든 대통령 재임기에 통과된 ‘반도체와 과학법

(CHIPS & Science Act of 2022)’에 포함된 반도

체지원법(CHIPS Act)은 제2기 트럼프 행정부 초

기 국정연설 등에서 보조금 및 세액공제 혜택에 대

한 불확실성이 대두되었다. TSMC는 3월 3일(현

지 시간), 기존 대미 투자 금액에 1,000억 달러(약 

138조 원) 추가 방침을 발표, 하워드 러트닉은 애

리조나 팹 건설 현장에 직접 들러 규제 해소 등을 

지원하는 한편, CHIPS 보조금 재협상의 모델 케

이스라 평했다. 즉, 기존에는 직접 보조금을 팹 건

설 비용의 10%로 상정했다면 이를 4% 수준으로 

낮춘다는 것8)이다.

DRAM 부문에서 마이크론은 CHIPS Act 인센

티브 패키지 합의 당시 약속했던 1,700억 달러 

8) ‌�ManufacturingDive(2025), “Lutnick Says Commerce Department 

‘Renegotiating’ CHIPS Contracts”, Jun. 5.
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투자 규모를 300억 달러 증액 발표9)하였다. 기확보

(저리 대출 등 제외)한 직접 보조금 61억 6,500만  

9) ‌�Micron(2025), “Micron and Trump Administration Announce Ex-

panded U.S. Investments in Leading-Edge DRAM Manufacturing 

and R&D”, Press Release, Jun. 12.

달러는 총투자액 2,000억 달러 대비 3.1%로 그 비

중이 축소되었으나, 순수 양산 시설 투자액은 약 

1,270억 달러 수준임을 고려하면 직접 보조금 비

중은 5.1%로 추산된다. 인텔의 경우 약 1,000억  

달러(애리조나, 오하이오, 뉴멕시코, 오레곤) 시

<표 7> 주요국 단위 투자 비용 대비 정부 지원 비율 비교

단위: 조 원, %

 한국 미국 일본 EU

전체 투자액[A] 20 20 20 20

보조금
ⓐ

금액 0 2.0 8.0 6.0

산식 -
20*10%

▶ 4~5%(축소) 가능

(2조 ▶ 1조 이하)

20*40%
(평균지원율)

20*30%
(20~40% 평균)

세액공제액
[ⓑ=ⓒ-ⓓ]

1.05 3.5
2.8

(미정)
α

(미확인)

세액공제
(ⓒ)

금액 1.24
3.5

▶ 4.2~4.9조 원 가능
2.8

α
(미확인)

산식
6조*20%+4조*1%
(장비·기술별 차등)

14조*25%
(장비+인프라 설비)
▶ 30~35% 상향 가능

14조*35% ▶ 4.9조 원

14조*20%
(장비+인프라 설비)

국가별 상이

농어촌
특별세
(ⓓ)

금액 0.19 0 0 0

산식
0.75조*20%

(조세감면액 20%)
- - -

(기존) 지원금 합계
[B=ⓐ+ⓑ]

1.05
5.5

▶ 4.5-5.9(최소-최대)
8.0(+2.8) 6.0(+α)

(기존) 투자액 대비
지원 비율

[C=B/A*100]
5.25%

27.5%
▶ 22.5-29.5(최소-최대)

54.0% 30.0%

국내 지원 비율 계산 시 가정(반도체특별위원회 보고서, 2024년 12월)
i) 첨단공정 반도체팹 구축(설비투자) 비용 20조 원 가정
 ▶ 부지/건물 6조 원(30%) + 인프라 설비 4조 원(20%) + 공정장비 10조 원(50%) 구성
ii) 국내 세액공제대상(공정장비) 이용 10조 원 가정
 ▶ 국가전략기술 해당 부분 6조 원(60%) + 일반기술 4조 원(40%) 구성
 · (2월) 조세특례제한법 개정안 통과에 따른 국가전략기술 세액공제율 15% ▶ 20% 상향 반영

* 투자세액공제 외 미국 One Big Beautiful Bill Act 상원안 내 추가 감세 조치 논의 사항 *
① CHIPS Act 투자세액공제율 상향: 25% ▶ 30~35%
② 당해 국내·적격 연구개발 지출 100% 즉시 비용 처리(Immediate Expensing) 영구화
③ 기계·장비·차량·컴퓨터 등 적격시설(Qualified Property) 투자 100% 보너스 상각 영구화
④ 신규 적격 제조시설(활동)용 비거주 부동산(공장·건물 등) 투자 기간 한정 100% 보너스 상각
⑤ 이자 비용 공제 기준 변화(EBIT ▶ EBITDA 복귀): 이자 비용 공제 실질 한도 상향

자료: 한국공학한림원(2024), 「K-반도체 이대로라면? - 이렇게 해야!」, 반도체특별위원회 보고서, 12월.

   주: ‌�1) OBBBA 관련 내용 및 최근 직접 보조금 비중 축소 보도 등 참조 내용 일부 추가(붉은 글씨). 

        2) 총 R&D 지출 중 국내 지출 비중 및 세액공제 산입 상세 항목에 따라 최종 지원 비율 변동폭 존재.
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설 투자에 대한 연방정부의 직접 보조금은 78억  

6,000만 달러로 투자금 대비 비중은 7.9%에 육박

한다. 향후 추가 투자 여부는 불확실한 가운데 국방 

반도체 생산을 위한 30억 달러 발주(Secure En-

clave Program), 110억 달러 저리 대출 등을 포

함 시 주요 기업 중 직간접 지원 비중이 가장 높은 

업체가 될 가능성이 높다.

한편 트럼프 대통령은 2017년 자신이 주도한 감

세법(Tax Cuts & Jobs Act, TCJA) 연장안이자 다

른 주요 입법들을 포괄한 ‘하나의 크고 아름다운 법

(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)’의 7월 4일

(美독립기념일) 통과를 위해 상원 내 공화당 의원

들을 독려(하원 214:215 1표 차이 통과)하고 있다. 

인플레감축법(IRA)의 주요 세액공제 및 보조금 제

도 축소·폐지 등의 조항도 포함하고 있는 동법에서 

반도체·AI·SW·제약 등 연구개발에 집중적(R&D 

Intensive)인 기업들에 특히 주요한 부분은 당해 

(적격·국내) 연구개발 비용 100% 즉시 비용처리

(Immediate Expensing) 조항이다. 

동 조항은 2017~2021년 기간 국내 적격 연구개

발 비용에 대한 100% 당해 비용처리(과세표준 공

제)를 연장하는 것으로, 2022년부터는 국내 연구

개발 지출은 5년, 국외 연구개발 지출은 15년에 걸

쳐 비용처리(5&15 Year Amortization)할 수 있

었다. 현재 하원 통과안은 2025~2029년 기간 즉, 

100% R&D 비용 과표 공제에 5년 한도를 두고 이

후에는 다년간 비용 처리 복귀로 요약되며, 상원

(Senate Finance Committee)안은 2025년 이후 

특별한 추가 법 개정 없이는 영구히 100% R&D 

비용 과표 공제를 제도화하는 것10)이다. 더욱이 즉

시 비용처리가 사라진 2022~2024년 기간 지출된 

연구개발 비용 대상 소급 비용처리(Retroactive 

Expensing) 역시 포함될 가능성11)12)이 있다.

당해 연구개발비가 10조 원을 초과하는 인텔, 

10) ‌�The Wall Street Journal(2025), “Two Cheers for the Senate Tax 

Bill”, Jun. 17.

11) ‌�KBKG, “Retroactive and Permanent R&D Expensing Restored 

under Proposed Senate Legislation”, Jun. 17.

12) ‌�2022~2024년 기간 연구개발 지출 소급 비용처리(Retroactive Expens-

ing)의 경우, 기업들은 2025~2026년 기간 가속 상각 혹은 별도 환급 신

청 등 방법을 사용할 수 있을 전망이며, 반도체 연구개발 인력의 인건비, 

소재와 장비 비용, SW 개발비용(EDA 포함) 등이 포함된다.

18.7

21.0

24.2

22.1
22.8

7.3

10.1 10.1

12.0

17.8

8.2

9.9
11.3

12.2 12.3

6.9 6.7 6.8 7.2

12.8

2.7
3.9

6.9
8.1

8.9

3.6 3.7
4.3 4.3 4.7

2.1 2.1 2.3 2.6 2.7
1.5 1.8 2.3 2.3 2.1

<그림 1> 미국 반도체 주요 기업 연간 R&D 비용 지출 추이(2020~2024년)

자료: 각사 美증권거래위원회(SEC) 제출 연차보고서(10K) 참조 작성(환율 1,380원 적용).

인텔 엔비디아 퀄컴 브로드컴 AMD 마이크론 T. I. ADI

단위: 조 원

        2020         2021         2022         2023         2024
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엔비디아, 퀄컴, 브로드컴 등 기업들은 OBBBA 

통과 즉시 동 조항에 따른 세액공제 혜택을 받을 

수 있을 것으로 예상된다. CHIPS Act 인센티브 

패키지와 별도로 인텔의 경우 매년 연구개발비 

지출이 20조 원을 상회하므로, 국내 연구개발 지

출 비중을 70% 가량으로 가정 시 추가적 세액 공

제 금액은 2조 9,400억 원 가량(법인세율 21%)이

다. 여기에 2022~2024년 연구개발비 총액 69조 

원에 대한 국내 지출 대상 소급 비용처리 시 추가 

세액공제 금액은 10조 원에 달할 수 있다.

2) 미국 팹리스: IDM 연계 강화 조짐

삼성전자에 앞선 마이크론의 엔비디아향(向) 

HBM3E 공급과 실적 대폭 개선13), 그리고 LP-

DDR 적층 솔루션인 SOCAMM 우선 공급자 선정 

등은 메모리 선도주자였던 한국13)기업들에 적지 않

은 충격과 경각심을 일깨워주었다. 또한 2025년 

하반기 양산 예정인 인텔의 18A(1.8nm) 공정에는 

마이크로소프트, 아마존 및 미(美)국방부 발주 소

식이 보도되었으며 엔비디아, 브로드컴, AMD 등

의 공정 테스트 등도 알려졌다. 이는 미국 중심의 

설계-제조 생태계를 급격히 시장이 확대되고 있는 

데이터센터 및 최선단공정 소자부터 선점해 나가

려는 연방정부의 입장이 점차 가시화되고 있음을  

시사한다.

13) ‌�Micron(2025), “Micron Technology, Inc. Reports Results for the 

Third Quarter of Fiscal 2025”, Press Release, Jun. 25.

4. 한국 반도체산업의 위기와 기회

(1) 기회 요인

1) ‌�선단공정 독점 공급 구조 일시 균열:  

시장 진입 기회 발생

수요 중심의 이동은 반도체산업 지형 재편에 

실로 중대한 함의를 지닌다. 한국 기업의 입장에

서 긍정적 요인을 정리해보면 첫째, 상술한 바와 

같이 TSMC의 공급 역량 부족이 예상된다. 비록 

3/2nm 공정 스마트폰 AP 및 GPU 등 소자 수주

가 불가하더라도, 타 제품군 수요사들이 물리적 

한계로 인해 물량 배정이 제한된다면 유이(唯二)

한 대안인 삼성 및 인텔 파운드리 채택 가능성 상

승을 기대해 볼 수 있다. 즉 수요사 입장에서는 ‘불

가피한’ 차선단(1.5 Layer/Tier 1.5) 공정 발주 확

대로 적자를 거듭한 위탁생산의 투자 회수와 안정

화 기회가 발생할 수 있다. 더불어 현재 엔비디아 

제품군의 독점이 약화되고 빅테크를 중심으로 한 

커스텀 AI 가속기·프로세서 및 NPU로의 다변화 

과정에서 파운드리·메모리 수요 저변 확대 가능성 

역시 존재한다.

2) 메모리 초격차 수성 계기

둘째, 선단공정 메모리 반도체 공급 역량의 중요

성이 보다 강화된다. DRAM을 적층한 고대역폭메
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모리(HBM) 및 SOCAMM(LPDDR 적층) 등 DRAM 

파생 제품과 데이터 저장을 위한 SSD(NAND) 수

요가 증가하기 때문이다. 또한 매 세대 동일한 물

리적 면적 대비 보다 높은 처리·저장 용량을 요하

여 첨단 장비 투자가 지속되어야 하므로 중국의 

추격 지연이 지속될 가능성이 높다.

3) 외주위탁생산(파운드리)의 구조적 약점 완화

셋째, 파운드리 시장에서 수주 난항의 근본적 

원인 중 하나가 완화된다. 삼성전자는 그간 시장 

성장을 견인해 왔던 모바일 AP 분야에서 자체 LSI

사업부 제품(Exynos)으로 경쟁 구도에 있었던 것

이 큰 약점으로 지적되며 최근까지도 파운드리 분

사 필요성이 거론되었으나, 데이터센터향(向) 시장

에서는 삼성 자체 브랜드 소자는 없어 고객사와 경

쟁이라는 수요 측 발주 제한 요소의 검토 필요성이 

감소하기 때문이다. 더불어 향후 차세대 HBM4 

매출이 증가할 경우 비메모리 소자와 함께 실장하

는 첨단패키징(인터포저·칩렛 등) 공정 역시 자체 

생산하므로, 메모리·파운드리 간 시너지 창출도 

기대해 볼 수 있다.

(2) 위기 요인

1) ‌�미국 산업정책 및 전략적 통합조정(Strategic 

Coordination) 논리 강화

미 연방 지도부의 반도체 제조업 부활 필요성 

인식과 정책적 지원 설계는 현재 일반 대중에 알려

진 것보다 훨씬 오랜 기간 진행되었으며, CHIPS 

Act 등 산업정책(Industrial Policy)은 물론, 조달

(Procurement), 관세 및 수출통제 등 무역·통상

(Trade), 조세 정책(Tax Policy), 실물·금융 투자 

유인 정책(Investment Policy), 행정부 수반을 

중심으로 한 외교(Foreign Policy)까지 전방위적 

수단을 동원하고 있다. 체제 특성상 권력의 분산, 

합법적 절차, 균형과 형평성 등의 원리를 중시하

고 국제 무대에서 규칙 결정자(Rule-Setter)의 도

의를 중시하는 기존 입장과는 달리, 적어도 반도

체산업에서만큼은 철저히 국가 전략 이익 관철을 

위한 권한·정책 수단을 모두 동원하는 ‘전략적 통

합조정(Strategic Coordination)’ 방식을 채택한 

것으로 파악할 수 있다. 

더욱 우려되는 지점은 여러 국가에서 공식 통

계로 입증하기 어려운 비관세 장벽과 같이, 팹리

스 지배력을 지닌 미국 기업들이 자국 파운드리 

및 종합반도체 기업과 연계를 강화하고 아시아 경

쟁기업을 배제할 가능성이다. 인텔과 마이크론은 

각기 첨단 파운드리와 메모리에서 한국 기업들과 

직접 경합 관계이므로, 향후 선단공정 경쟁 격화 

리스크가 더욱 커지고 있다.

2) 중국의 시장 잠식 확대

① ‘성공방정식(Success Formula)’ 붕괴 위협

첨단 반도체, 특히 한국 기업들의 주력인 메모

리 사업 경쟁력은 한발 앞선 대규모 양산 투자로 

획득한 이익을 다시 차세대 제품 양산에 투자하는 

선순환 구조 확립으로 요약할 수 있다. 중국 기업

들의 DRAM·NAND 양산 기술 추격이 지금 추세

대로 가속화된다면, 더 이상 과거의 ‘성공방정식’

은 작동하지 않을 가능성이 높다. 즉, 투자의 회

수가 크게 제한될 수 있다는 점이다. 디스플레이  
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산업에서 이미 겪었듯, 수년 안에 우리 기업들의 

미래 투자와 성장 동력의 근간이 크게 흔들릴 가

능성이 존재한다.

② ‌�정부 지원 지속하 ‘시장의 힘’으로 ‘기술 격차’ 

극복

부족한 내수 규모로 늘 해외 고객의 수요 확보

가 생명선인 한국 기업들과는 달리, 중국은 자체

적으로 거대한 반도체 수요 시장을 보유하고 있

다. 이는 제품과 공정의 개선 과정에 따르는 많은 

리스크와 비용을 절감하는 효과를 발휘하며, 양산 

경험이 누적되면서 빠르게 기술 수준이 제고될 수 

있는 배경이다. 즉, 과거부터 현재까지 미·일·대

만·유럽 및 우리의 경험을 바탕으로 중국의 추격 

속도를 상정하는 것은 위험하다. 예상보다 더 빠

를 것이라는 전제하에 연구개발과 투자를 진행하

는 것이 안전하다. 또한 기술 격차가 수년 존재한

다는 진단도 보수적으로 받아들이는 것이 좋다. 한

국·일본·대만 역시 두 세대 이상을 뛰어넘는 신제

품으로 경쟁우위를 확보한 경험이 있다.

5. 시사점: 정책 방향

이상 글로벌 반도체산업 지형 재편 요인의 검토

는 ‘예정된 미래’14)로의 진행에서 국가 간 정책 경

쟁이 점차 결정적 변수(Decisive Factor)로 등장

하고 있음을 시사하고 있다. 메모리 경쟁우위 수

성과 파운드리 입지 확보를 위한 기회의 창(Win-

dow)은 수요 중심의 이동과 함께 짧게나마 열릴 

전망이다. 위기와 기회가 뒤섞인 지금 적기 공급 

역량 확보가 최우선 과제다. 향후 5년은 우리 민관

의 자원 투입을 집중하고, 판단과 실행 능력을 발

휘해야 하는 ‘궁극적 시험(The Ultimate Test)’의 

시간이 될 것으로 예상된다.

(1) 공급 역량 신속 확보 지원

14) ‌�SIA(2024), “Emerging Resilience in the Semiconductor Supply 

Chain”.

수요 급증 예상으로 TSMC는 2025년 9개 신규 

공장 착공(8개 양산, 1개 첨단 패키징) 계획을 발

표15)했다. 이는 기존 대비 2~3배가량의 자본투자

이다. 중국 SMIC는 2022~2024년 매출 대비 설

비투자액 비율 98%를 기록했다. 미국은 반도체지

원법(CHIPS Act)에 더하여 광범위한 규모의 신규 

세액공제 법안 도입을 추진 중이다. 모두가 믿고 

따를 수 있는 국제 무역·통상 규범과 산업정책의 

규준이 사라진 현재, 주요 경쟁국 기업들은 과거에

는 상상하기 어려웠던 막대한 정부 지원에 힘입어 

우리 반도체 제조업을 추격하고 있다.

따라서 적기 투자를 위한 지원 수준 제고 검토

가 필요하다. R&D 세액공제 외 생산세액공제 등 

15) ‌�Tom’s Hardware(2025), “TSMC to Spend $42 Billion on Expan-

sion on 2025-Ambitious Plans Detail Nine Production Facilities”, 

May. 17.



(특집)

2 0 2 5 0 6  21

타국의 보조금 및 세액공제 수준을 고려할 때 우

리 기업에 공정한 기회(Level Playing Field) 보

장 방안을 강구해야 한다. 최근 업계는 ‘특별연장

근로’ 특례16)17)를 신청해 근로시간 한도를 우회하

고 있는데, 근로시간 관련 사안은 실로 폭넓은 공

감대와 타협안 모색이 어려우나 업계의 요청이 계

속되고 있다. 현재 민관 전문가들이 제안하고 있

는 정책 시행의 제도적 기반으로서 반도체특별법 

합의안 도출과 통과가 긴요하다.

(2) 산업 인프라 적시 공급 체계 마련

고덕변전소로 전력 문제를 일부 해소한 평택과 

달리, 용인 클러스터는 현재 전력 및 용수 부족 문

제가 대두되고 있다. 향후 국가전력기본계획(제

11차 장기송변전설비계획)상 전력 공급 계획과 

환경부의 용인 반도체 산업단지 통합용수 공급 사

업 계획이 적시 진행될 수 있도록 한국전력의 부채 

문제, 송전선로 및 변전소 건설과 용수 조달 사업 

진행 시 지방정부와의 이해관계 해소에 적극적 노

력이 요구된다. 국가기간전력망확충특별법의 적

극 활용(호남-수도권 초고압직류송전망 구축 등)

과 함께 민간의 인프라 투자 참여 촉진 인센티브 

확대 방안 마련도 고려해 볼 수 있다.

(3) AI 정책 연계

향후 대규모 AI 정책 자금 투자가 집행될 경우 

16) ‌�관계부처합동(2025), “반도체 연구개발 특별연장근로 인가제도 보완 

방안”, 3월 12일.

17) ‌�고용노동부(2025), “반도체 연구개발 특별연장근로 인가제도 업무처리 

지침”, 3월 14일.

이를 반도체산업의 간접 지원 수단으로 활용하는 

방안도 모색해 볼 수 있다. 우선 국내 기업의 AI 

반도체(NPU) 도입 및 데이터센터 풀스택(Full-

Stack)의 수출산업 육성 등이 거론되고 있다. 즉, 

조달 정책의 활용이다. 혹은 국내 (정부투자)데이

터센터 투입 GPU 및 AI 프로세서의 경우, 국내 기

업의 메모리 투입 및 파운드리 제조사 발주 등에 

인센티브 부여 제도도 고려해 볼 수 있으나, 최근 

민감도가 높아진 통상 문제로 비화하지 않도록 주

의를 기울일 필요가 있다.

(4) 결언

반도체산업뿐 아니라 우리 주력 제조업과 IT서

비스산업 제 분야 역시 주요국과의 경쟁, 그리고 

겪어본 적 없는 패러다임의 변화 속에서 재도약

을 위한 노력을 경주하고 있다. 과거 우리가 경쟁

우위를 상실한 분야에 대해 지금의 시각에서 당시 

상황을 극복하기 위한 인재와 재원이 과연 부족했

느냐고 묻는다면 그러한 분야도 다수 있을 수 있

지만 어쩌면 그것을 잃었을 때, 어떤 파급효과가 

있었을까에 대한 충분한 인식, 그리고 그에 기반

한 다수의 결단과 행동이 실기(失期)하거나, 불급 

(不及)하였던가라는 생각에 자못 아쉬움이 남는다. 

다시금 ‘시간은 생명’이라는 반도체산업의 명제를 

떠올려 본다. 

핵심 주제어: ‌�반도체, 경제안보, 국가첨단전략산업
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